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(57)【要約】
　本発明は、少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性
がある部分をもつ印刷回路基板即ちPCBと、発光ダイオ
ード即ちLEDであって、少なくとも1つの電気的且つ熱的
に伝導性がある部分へと当該LEDの少なくとも1つの接点
によって、熱的に接続されているLEDと、少なくとも1つ
の電気的且つ熱的に伝導性がある部分へと熱的に接続さ
れて、LEDによって発生した熱を放散させるための放熱
部材とを有する発光装置に関しており、LEDによって発
生した熱が、少なくとも1つの接点及び少なくとも1つの
電気的且つ熱的に伝導性がある部分を経由してLEDから
放熱部材へと延在している熱伝達経路に沿って伝達され
る。本発明による発光装置は、PCB用の低コストのガラ
ス・エポキシ材を使用する一方で、非常に改善された、
LEDからの熱除去を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分を有する印刷回路基板、PCBと、
　光を発するための発光ダイオード、LEDであって、当該LEDの少なくとも1つの接点によ
って、前記少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分へと熱的に接続されてい
るLEDと、
　前記少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分へと熱的に接続されて、前記L
EDによって発生した熱を放散させるための放熱部材と、
を有する発光装置であって、
　前記LEDによって発生した熱が、前記少なくとも1つの接点及び前記少なくとも1つの電
気的且つ熱的に伝導性がある部分を経由して前記LEDから前記放熱部材へと延在している
熱伝達経路に沿って伝達されることを特徴とする、発光装置。
【請求項２】
　前記接点が、前記LEDを前記少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分へと電
気的に接続している電気接点であることを特徴とする、請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記接点が熱伝達部材であることを特徴とする、請求項１に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記LEDが、少なくとも1つの前記電気接点と少なくとも1つの前記熱伝達部材とを含む
複数の接点を有することを特徴とする、請求項１乃至３の何れか一項に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記LED及び前記放熱部材が、前記PCBの一方の側に取り付けられていることを特徴とす
る、請求項１乃至４の何れか一項に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分が、前記PCBの同じ側に設けら
れていることを特徴とする、請求項５に記載の発光装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一項に記載の発光装置が制御回路を更に有し、当該制御回路及
び前記LEDが、前記PCBの異なる側に取り付けられていることを特徴とする、発光装置。
【請求項８】
　前記制御回路が、保護材料中に少なくとも部分的に埋め込まれていることを特徴とする
、請求項７に記載の発光装置。
【請求項９】
　前記放熱部材が光学素子を受け入れるよう適応されていることを特徴とする、請求項５
乃至８の何れか一項に記載の発光装置。
【請求項１０】
　各々のLEDが前記少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分へと少なくとも1
つの接点によって熱的に接続されている、複数のLEDと、
　当該複数のLEDの熱を放散させるための前記放熱部材と、
を有する、請求項１乃至９の何れか一項に記載の発光装置。
【請求項１１】
　各々のLEDが、少なくとも1つの接点によって、前記少なくとも1つの電気的且つ熱的に
伝導性がある部分へと熱的に接続されている複数のLEDと、当該複数のLEDによって、発生
した熱を放散させるための複数の前記放熱部材とを有する、請求項１乃至９の何れか一項
に記載の発光装置であって、前記複数のLEDのうちの少なくとも1つの熱が、前記複数のLE
Dのうちの少なくとも1つから前記複数の放熱部材のうちの少なくとも1つへと延在してい
る熱伝達経路に沿って伝達されることを特徴とする、発光装置。
【請求項１２】
　前記放熱部材が、少なくとも1つの半田及び接着剤を用いて、前記少なくとも1つの電気
的且つ熱的に伝導性がある部分へと取り付けられていることを特徴とする、請求項１乃至
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１１の何れか一項に記載の発光装置。
【請求項１３】
　前記放熱部材は、前記制御回路が前記LEDから電磁気的に遮蔽される位置に取り付けら
れていることを特徴とする、請求項７乃至１２の何れか一項に記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード（LED）と、LEDによって発生した熱を放散させるための放熱
部材とを有する発光装置に関する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　発光ダイオード（LED）ベースの発光デバイスは、多種多様な照明アプリケーション用
に、今日、ますます使われている。LEDに伴う1つの課題は、LED及びデバイスの損傷を回
避するためにデバイスから取り除かれなければならない熱を生じるということである。過
熱はLEDの性能及び/又は効率も低下させる。
【０００３】
　従来から、LEDが配置された印刷回路基板（PCB）の背面（LEDに対して反対の側）に配
置された放熱板が、熱を取り除くために使われてきており、したがって、熱がPCBを通じ
て運ばれることを必要とする。熱伝達を改善するために、金属コアのPCB（MCPCBs）が使
われたが、しかしながら、高価であるという欠点があった。対照的にガラス・エポキシは
、従来からあるPCB用に使われた低コストで加工が容易な材料であるが、しかしながら、L
EDベースの照明デバイスの製造業者に大きな難題を提供する、低い熱伝導率をもっている
。
【０００４】
　米国特許公報US 7,078,728は、熱伝導性をもつベースと、当該ベースに固定され、導電
パターン及び取付け穴を含む絶縁性の配線板と、当該取付け穴によって露出した取付けエ
リアに取り付けられた発光素子のチップと、熱伝導性をもち、当該発光素子のチップを囲
むよう当該ベースに固定され、当該ベースと熱的に結合された反射性のフレームとを含ん
でおり、発光素子チップからの熱の発生が、ベース及び反射性のフレームの両方、又はい
ずか一方によって放熱される表面実装型のLEDを開示している。しかしながら、この装置
は、ベース又は反射性のフレームの何れかに取り付けられた追加の放熱板を用いずには、
高出力LEDの適切な熱除去を提供することはない。
【０００５】
　このように、改善された熱除去特性をもつLED装置に対する技術の必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の目的は、従来技術の上述の欠点を少なくとも部分的に解決することである。一
つの態様では本発明は、少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分をもつ印刷
回路基板即ちPCBと、光を発するための発光ダイオード即ちLEDであって、少なくとも1つ
の電気的且つ熱的に伝導性がある部分に、当該LEDの少なくとも1つの接点によって熱的に
接続されているLEDと、前記少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分へと接続
されていて、LEDによって発生した熱を放散させるための放熱部材とを有する発光装置に
関し、LEDによって発生した熱が、少なくとも1つの接点及び少なくとも1つの電気的且つ
熱的に伝導性がある部分を経由してLEDから放熱部材へと延在している熱伝達経路に沿っ
て伝達される。
【０００７】
　本発明による発光装置は、低コストのガラス・エポキシ材をPCB用に使用する一方で、
非常に改善された、LEDからの熱除去を提供する。この結果、より低い動作温度のLEDと、
従って、より良好なパフォーマンスのLEDとを、減じられた生産コストと共に実現するこ
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とが可能である。本発明は、高出力のLEDモジュールを使用する場合、特に役に立つ。
【０００８】
　本装置は単純で機械的に強固でもある。何故ならば、前記放熱部材が、LEDパッケージ
にではなくPCBに取り付けられているからである。
【０００９】
　更にまたPCBは、さまざまな形状及びサイズをもつ複数の電気的且つ熱的な伝導性があ
る部分をもっているので、放熱部材を配置するための広範囲にわたる代替部分がある。こ
のように本発明による発光装置は、多くの種々異なるデザインを可能にする。
【００１０】
　LEDの接点は、LEDを少なくとも1つの電気的且つ熱的な伝導性がある部分へと電気的に
接続している電気的な接点である。LEDの電気接点は、したがってLEDから放熱部材への熱
の伝達に関与することができ、よって別個の熱伝達部材の必要性を減じ、及び/又はLEDか
ら去ってゆく熱の伝達を改善する。
【００１１】
　本発明の複数の実施例では、当該接点は熱伝達部材である。代替的にはLEDは、少なく
とも1つの電気接点と少なくとも1つの熱伝達部材とを含む複数の接点を有する。当該熱伝
達部材は、LEDから少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分へと良好な熱伝達
を提供する。特に、LEDの電気接点を熱伝達のために使用することに加え、別個の熱伝達
部材を使用することは、LEDから去ってゆく熱の改善された伝達を提供する。
【００１２】
　LEDと放熱部材とが、PCBの一方の側に取り付けられる。加えて、少なくとも1つの電気
的且つ熱的に伝導性のある部分が、PCBの同じ側に設けられる。放熱部材をPCBの前面に取
り付けることによって、熱がPCBを通って又はPCBの周りに伝播される必要はない。これ故
、低い熱抵抗及び、より複雑ではないアセンブリの両方が実現される。更にまたPCBの裏
面が、例えば追加の制御回路など、放熱部材を保持する以外の目的に使うことができる。
PCBの裏面を制御回路を取り付けるために使用することによって、当該回路が損傷から容
易に保護されることができる。また、LEDからの熱と、制御回路からの熱との分離が実現
される。
【００１３】
　更にまた制御回路は、保護材料、例えば樹脂又は類似の保護材料内に、少なくとも部分
的に埋め込まれることができる。
【００１４】
　本発明の複数の実施例では、放熱部材は例えばLEDからの光を集束させる及び/又は再配
光させるために使われる光学素子を受け入れるよう適応されている。放熱部材を光学素子
用のホルダとして使用することにより、別個のホルダの必要性を免れることによってスペ
ースを節約し、PCBに取り付けられる構造要素の数を減らすことによって製造工程を単純
化する。更にまた、放熱部材/光学素子のホルダがむしろ大きくてもよいので、良好な熱
放散性が得られる。
【００１５】
　放熱部材は、少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分に、半田及び伝導性
の接着剤のうちの少なくとも1つ、若しくは両者の組合せにて取り付けることができる。
【００１６】
　更にまた、制御回路がLEDから電磁気的に遮蔽されるような位置に放熱部材が取り付け
られてもよい。放熱部材を電磁遮蔽のために用いることにより、別個の遮蔽構造の必要性
が減じられ、従って、スペースを節約し且つ製造工程も単純化する。これはコストを減ら
すことであろう。
【００１７】
　更にまた、本発明の複数の実施例では、発光装置は、各々のLEDが少なくとも1つの電気
的且つ熱的に伝導性がある部分へと少なくとも1つの接点によって熱的に接続している、
複数のLEDと、当該複数のLEDの熱を放散させるための放熱部材とを有する。このように複
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数のLEDが単一の放熱部材と共に使用され、これ故、複数のLEDを有するシステムの生産を
単純化し、及びまた、多くの異なるデザインの発光装置及び/又は当該発光装置を有する
照明システムを可能にする。
【００１８】
　代替的には発光装置は、各々のLEDが少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部
分に少なくとも1つの接点によって熱的に接続している、複数のLEDと、当該複数のLEDに
よって発生した熱を放散させるための複数の放熱部材とを有し、複数のLEDのうちの少な
くとも1つから複数の放熱部材のうちの少なくとも1つへと延在する熱伝達経路に沿って、
複数のLEDのうちの少なくとも1つの熱が伝達される。LEDの数並びに放熱部材の数、及び
両者の間の接続方法についての多くのバリエーションを許容することによって、本発明の
実施例による発光装置は多くの種々異なるデザインを可能にする。
【００１９】
　ここで、本発明のこれらの態様及び他の態様が、本発明の好ましい実施例を現在示して
いる添付の図面を参照して、更に詳細に説明されることであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の好ましい実施例による発光装置の概観的な断面図を示す。
【図２】本発明の別の好ましい実施例による発光装置の概観的な断面図を示す。
【図３】本発明の更に別の好ましい実施例による発光装置の概観的な断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　ここで本発明は、本発明の好ましい実施例が示されている添付の図面を参照して、これ
以降一層完全に説明されることであろう。しかしながら、本発明は多くの異なる形態で実
施されることができ、本願明細書で言及されている実施例に限定されるものとして解釈さ
れてはならず、それよりむしろ、これらの実施例は完壁さ及び完全性のために提供されて
おり、本発明の範囲を当業者に全て伝えている。全体を通じて、同じ参照符号は同じ要素
を指し示している。
【００２２】
　図1は、本発明の一実施例による発光装置を示す。当該発光装置1は、印刷回路基板（PC
B） 6に取り付けられた発光ダイオード（LED）2を有する。LED 2は、基板 22上に配置さ
れた、電気的及び熱的に電気接点 31、同32へと接続されているLEDチップ 21を有する。
当該電気接点 31、同32は、PCB 6の少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 
4へと電気的及び熱的に接続されている。
【００２３】
　PCB 6は、従来技術において、従来から使用されているどのような材料で作られても良
い。PCB 6用に使われる材料が低い熱伝導率をもっていてもよい。通常、PCB 6はガラス・
エポキシで作られている。
【００２４】
　PCB 6は、金属又は導電性ポリマなどの電気的且つ熱的に伝導性がある材料によって形
成された、少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4を有する。例えば、少
なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4は、少なくとも部分的に銅で作られ
ていてもよい。少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4は、通常、PCB 6の
一部を覆っている層である。少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4は、
各々がPCB 6の一部を覆っている複数の層などの複数の部分を有してもよい。少なくとも1
つの電気的且つ熱的に伝導性のある部分 4は様々な形状を有することができ、異なる電気
的且つ熱的に伝導性がある部分は異なる形状を有することができる。通常、電気接点 31
、同32の各々は、PCB 6の電気的且つ熱的に伝導性がある別々の部分へと電気的に及び熱
的に接続されている。
【００２５】
　更にまた図1で示した実施例では、LED 2は熱伝達部材 33へと熱的に接続されている。
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熱伝達部材 33は、少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4へ半田 9を用い
て熱的に接続されている。しかしながら当該熱伝達部材33は、熱伝導性接着剤など他の何
らかの従来からある熱伝導性のジョイントによって、少なくとも1つの電気的且つ熱的に
伝導性がある部分4へ連結されてもよい。熱伝達部材33は、電気絶縁性があってもよい。L
ED 2の動作の間に発生する熱を放散させるために、放熱部材5が設けられている。当該放
熱部材5は、少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4のうちの少なくとも1
つへと熱的に接続されている。
【００２６】
　熱はLED 2から電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4へと伝達され、次に、さまざまな
ルートによって放熱部材 5へと伝達される。本発明の実施例ではLED 2によって発生した
熱は、電気接点 31、同32及び少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4を経
由して、LED 2から放熱部材 5へと延在している熱伝達経路に沿って伝達される。代替的
に、本発明の他の実施例では、電気接点 31、同32は、熱的には放熱部材 5へと接続され
ていない。代わりに、熱は、熱伝達部材 33及び少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性
がある部分 4を経由して、LED 2から放熱部材 5へと延在している熱伝達経路に沿って伝
達されてもよい。本発明の他の実施例では、熱は、電気接点 31、同32及び熱伝達部材 33
の両方を経由して、LED 2から少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4へと
伝達され、次に放熱部材 5へと伝達されてもよい。
【００２７】
　電気接点 31、同32は、金属など、どのような従来からある材料でもよい。電気接点用
の他の適切な材料が当業者に知られている。
【００２８】
　熱伝達部材 33は、従来技術で使用されているどのような従来からある熱伝導性材料で
もよい。熱伝達部材 33用の好適な材料の例としては、銅並びにアルミニウム、熱伝導性
のポリマ、金属が挿入されたポリマ、及び熱界面材料（TIM）を含む金属が挙げられる。
【００２９】
　放熱部材 5は、放熱器用に従来から使用されているどのような材料、例えば金属、又は
当該材料の組合せが含まれていてもよい。通常、放熱部材は、金属、例えばアルミニウム
、銅、若しくはマグネシウムで作られ、又はセラミック材料で作られている。
【００３０】
　図1に示す実施例では、放熱部材 5が、半田 10を用いてPCB 6の電気的且つ熱的に伝導
性がある部分 4へと取り付けられている。熱接続を電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4
へと提供する何らかの従来の手段によって、例えば半田又は熱伝導性接着剤（熱界面材料
）を使用して、放熱部材 5がPBC 6上に取り付けられる。通常、放熱部材 5は熱伝導性ジ
ョイント、例えば半田又は熱伝導性接着剤を使用して、少なくとも1つの電気的且つ熱的
に伝導性がある部分 4へと直接連結される。
【００３１】
　図2に例示された本発明の別の実施例では、発光装置 1の放熱部材 5が光学素子 11を受
け入れるよう適応されている。図2の放熱部材 5はLED 2を少なくとも部分的に取り囲んで
おり、LED 2の前にある1つ以上の光学素子11によって少なくとも部分的に占められるスペ
ースを規定している。放熱部材 5が、異なる形態、形状、及び機能をもつ複数の光学素子
を受け入れるよう配置されてもよい。光学素子の例としては、レンズ、拡散器、反射器、
コリメータ、及び導波管が挙げられる。
【００３２】
　光学素子 11を受け入れるために、LED 2に面している放熱部材 5の側が肩肉部を具備し
てもよい。1つ以上の光学素子が、例えば接着、バネ装荷、又は摩擦嵌合いによって取り
付け可能である。
【００３３】
　少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4をもつPCB 6上に取り付けられた
LED 2を有する発光装置 1を示す図3を、ここで参照する。LED 2は、少なくとも1つの電気
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的且つ熱的に伝導性がある部分 4へと、少なくとも1つの接点 3によって熱的に接続され
ている。当該少なくとも1つの接点 3は、電気接点及び/又は電気絶縁性の熱伝達部材でも
よい。接点 3が電気絶縁性の熱伝達部材である本発明の実施例では、LED 2は、追加され
た電気的な接点によって、少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4へと電
気的に接続されている。放熱部材 5が、少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある
部分 4へと熱的に接続されている。PCB 6は、これまでの説明の通りである。
【００３４】
　図3に示す実施例では、少なくとも1つの電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4、LED 2
、及び放熱部材 5が、PCB 6の同じ側に配置されている。PCB 6の反対側には制御回路 7が
取り付けられている。当該制御回路 7は、例えば、1つ以上の抵抗器、1つ以上のトランジ
スタ、1つ以上の集積回路、及び/又はワイヤ若しくはケーブルを有する。更にまた、制御
回路 7はポッティング 8により封止されている。当該ポッティング 8は、制御回路 7を例
えば水分による損傷から保護する。
【００３５】
　図3に示す実施例の放熱部材 5は、PCB 6を部分的に取り囲んでいる。従って、良好な熱
放散を提供するために、放熱部材 5がかなり大きく作られることが可能である。更にまた
、放熱部材 5からの良好な放熱を提供するために、当該放熱部材 5は冷却フランジ 51を
具備している。
【００３６】
　本発明の他の考え得る実施例では、制御回路7 が放熱部材 5によってLED 2から電磁気
的に遮蔽されるよう、放熱部材 5が取り付けられることが可能である。制御回路 7とLED 
2とがPCB 6の同じ側に取り付けられている場合、放熱部材 5を使用して制御回路をLED 2
から電磁気的に遮蔽することは特に有用である。
【００３７】
　当業者は、本発明が上で説明されていられる好ましい実施例に決して限定されることは
ないと理解する。これに対して、多くの修正及び変更が、添付の請求の範囲内で可能であ
る。例えば、発光装置 1が複数の放熱部材を有してもよく、この結果、LED 2は複数の放
熱部材に熱的に接続されることができる。このような実施例では、少なくとも1つの放熱
部材が光学素子を受け入れるよう適応される。
【００３８】
　加えて、発光装置 1が複数のLEDを有してもよい。斯様な実施例では、2つ以上のLEDが
同一の放熱部材 5へと、上で説明したように熱的に接続されることができる。例えば、複
数のLEDがPCB 6上に取り付けられることができ、上で説明したように、これもまた当該PC
B上に取り付けられた放熱部材 5へと熱的に接続されることができる。この結果、各々のL
ED 2からの熱は、PCB 6の電気的且つ熱的に伝導性がある部分 4を経由して放熱部材5へと
伝達される。代替的に、本発明の実施例では、複数のLEDが複数の放熱部材へと、上で説
明したように、熱的に接続されることができ、各々のLED 2が少なくとも1つの放熱部材 5
へと熱的に接続され、各々の放熱部材が少なくとも1つのLED 2へと熱的に接続される。例
えば、2つ以上のLEDが、複数の放熱部材の各々の放熱部材 5へと熱的に接続されてもよい
。
【００３９】
　このように、本発明による発光装置は、ガラス・エポキシなどの低コスト材料をPCBに
使用する一方で、非常に改善された、LEDからの熱除去を提供する。この結果、減じられ
た生産コストと共に非常に改善された熱特性が実現されることができる。
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